
Electronics

用于高性能SMT应用的无铅焊膏系列
针对SMT工艺要求严苛的应用而开发的卓越的焊膏系列

Microbond® SMT712免清洗焊膏系列采用先进的无铅焊膏配方，可确保卓越的印刷性能。

对于诸如智能手机或混合电路等要求苛刻的复杂电子产品应用，不含卤素助焊剂零配方
具有足够的活性，可在空气氛围内确保优异的润湿效果。
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Microbond® SMT712
适用于SMT应用
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主要特点

标准的产品规格
SMT712 焊膏

免清洗型

不含卤素

4号和5号焊粉

ROL0

SAC305 合金

可在空气回流内确保优异的湿润效果
低空洞率表现
稳定的大批量印刷性能
抗焊珠配方
超低透明助焊剂残留物
可有效的避免枕头效应
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